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(57)【要約】
　製造されたウエハ状の電子部品を効率よく用いて、最
終製品において要求される一定の品質を保ちつつ、バラ
ツキ抑えることが可能な電子部品実装装置を提供するこ
とである。
　本発明の電子部品実装装置１は、ランクの異なる複数
の電子部品１００がウェハ状に配置されているウェハシ
ート２００を保持する電子部品保持テーブル１１と、こ
の電子部品保持テーブル１１におけるウェハシート２０
０上の電子部品１００の位置情報と前記電子部品のラン
ク情報からなる電子部品情報を格納する電子部品情報格
納部４１と、ウェハシート２００から電子部品１００を
１または複数個ずつ取り出し、実装基板３００へ移送実
装する移載ヘッド３０と、実装基板３００における電子
部品１００の実装位置及び必要な数からなる実装基板情
報を格納する実装基板情報格納部４２と、電子部品情報
に基づいてウェハシート２００上の電子部品１００にお
ける各ランクの電子部品ランク比率を求めるとともに、
電子部品ランク比率と実装基板情報に基づいて、実装基
板３００における各ランクの実装比率を決定する実装基
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランクの異なる複数の電子部品がウェハ状に配置されているウェハシートを保持する電
子部品保持テーブルと、
　前記電子部品保持テーブルにおける前記ウェハシート上の前記電子部品の位置情報と前
記電子部品のランク情報からなる電子部品情報を格納する電子部品情報格納部と、
　前記ウェハシートから前記電子部品を１または複数個づつ取り出し、基板へ移送実装す
る電子部品移送実装部と、
　前記基板における実装位置及び必要な数からなる実装基板情報を格納する実装基板情報
格納部と、
　前記電子部品情報に基づいて前記ウェハシート上の前記電子部品における各ランクの電
子部品ランク比率を求めるとともに、前記電子部品ランク比率と前記実装基板情報に基づ
いて、前記基板における各ランクの実装比率を決定する実装基板内比率決定部と、
　前記実装比率と前記電子部品情報に基づいて前記電子部品を、前記基板における所定の
位置へ、複数のランクが混在した状態で実装するように前記電子部品移送実装部を制御す
る制御部とを
備えることを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項２】
　前記各ランクの前記電子部品が実装されるエリアを決定するエリア決定部を備えること
を特徴とする請求項１記載の電子部品実装装置。
【請求項３】
　前記電子部品は発光ダイオード素子であり、前記基板は発光ダイオードモジュールであ
ることを特徴とする請求項１または２のいずれか１項に記載の電子部品実装装置。
【請求項４】
　ランクの異なる複数の電子部品がウェハ状に配置されているウェハシートを電子部品保
持テーブルに保持するウェハシート保持工程と、
　前記電子部品保持テーブルにおける前記ウェハシート上の前記電子部品の位置情報と前
記電子部品のランク情報からなる電子部品情報を電子部品情報格納部に格納する電子部品
情報格納工程と、
　前記基板における実装位置及び必要な数からなる実装基板情報を実装基板情報格納部に
格納する実装基板情報格納工程と、
　前記電子部品情報に基づいて前記ウェハシート上の前記電子部品における各ランクの電
子部品ランク比率を求めるとともに、前記電子部品ランク比率と前記実装基板情報に基づ
いて、前記基板における各ランクの実装比率を決定する実装基板内比率決定工程と、
　前記実装比率と前記電子部品情報に基づいて前記ウェハシート上の前記電子部品を、１
または複数個づつ取り出し、前記基板における所定の位置へ、複数のランクが混在した状
態で移送実装するように制御する制御工程とを
備えることを特徴とする電子部品実装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チップなどの電子部品をピックアップし、移送実装する電子部品実装装置お
よび電子部品実装方法に関する。
背景技術
【０００２】
　近年、電子部品移送装置として、ダイシングにより分割され、ウェハ状に配置された電
子部品をピックアップし、ランク毎に移送先に配列する装置が知られている。この種の電
子部品移送装置では、真空ポンプに接続された吸着ノズルにより、電子部品を上側から吸
着するとともに、下側から突き上げる動作により、電子部品を１つずつピックアップし、
移送する。このとき電子部品移送装置は、同一ランクのもののみを、ある一定のスペース
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に配列し、後工程における基板への実装において利用しやすいようにしていた。
【０００３】
　ウェハ状に配置された電子部品は、非常に多くの電子部品で構成されるため、電子部品
の移送を行う電子部品移送装置には、多くの電子部品を短時間で移送することが求められ
る。このため、移送工程のタクトタイムの短縮のために、同時に複数の電子部品を移送可
能な特許文献１のような発明がなされている。
【０００４】
　特許文献１には、列状に配置された複数の吸着ノズルで、列毎に一括して半導体製品（
電子部品）を吸着し、移送先へ移送する構成が開示されている。この構成では、半導体製
品を吸着するにあたり、適切なランクの半導体製品を下側から突上げピンで突き上げるこ
とで、ピックアップの補助とピックアップする半導体製品のランク分けとを行っている。
【０００５】
　また特許文献２には、ウェハ状のチップ（電子部品）をダイボンディングする際に、チ
ップの特性データと位置データから同一ランクに属するチップのみをダイボンディングす
る構成について記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許登録第３７１２６９５号
【特許文献２】特開平４－２６２５４３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年、電子部品に対する検査の精密度が向上しており、ランクの設定も詳細になってい
る。また、最高ランクから使用が許容できるランクまでに複数のランクがあり、製品によ
っては必ずしも最高のランクのみを要求しない製品もある。また１つの製品、基板に対し
て複数個の電子部品が必要となるため、前工程において製造された電子部品をできるだけ
無駄なく使用することによって、限りある資源の効率的活用と、コストを下げることが要
求されている。
【０００８】
　しかしながら、上述したように従来の電子部品移送装置は、後工程の実装工程でダイボ
ンディングがしやすいように同一のランクを移送し、配列する構成であった。また、ウェ
ハ状のチップを、ウェハから直接ダイボンディングする構成はあるが、同一ランクに属す
るチップのみをダイボンディングする構成であった。
【０００９】
　つまり、従来の技術では、ランク毎に配列をしたり、同一ランクの電子部品を１つの製
品、基板にボンディングすることは可能ではあるが、１つの製品、基板に対して複数のラ
ンクを混在させて製造することはできなかった。
【００１０】
　また、従来の技術では、ウェハ状に配置された複数のランクの電子部品から一定品質で
、かつバラツキが少ない製品を作るには、同一の品質の電子部品を使用した製品を作るこ
としかできなかった。この場合、品質は劣るが許容できる程度の品質の電子部品を仕様す
ることができず、非効率であった。
【００１１】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、その目的の一例は、製造されたウェハ
状の電子部品を効率よく用いて、最終製品において要求される一定の品質を保ちつつ、バ
ラツキ抑えることが可能な電子部品実装装置および電子部品実装方法を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　上記課題を解決するために、本発明の電子部品実装装置は、ランクの異なる複数の電子
部品がウェハ状に配置されているウェハシートを保持する電子部品保持テーブルと、前記
電子部品保持テーブルにおける前記ウェハシート上の前記電子部品の位置情報と前記電子
部品のランク情報からなる電子部品情報を格納する電子部品情報格納部と、前記ウェハシ
ートから前記電子部品を１または複数個づつ取り出し、基板へ移送実装する電子部品移送
実装部と、前記基板における実装位置及び必要な数からなる実装基板情報を格納する実装
基板情報格納部と、前記電子部品情報に基づいて前記ウェハシート上の前記電子部品にお
ける各ランクの電子部品ランク比率を求めるとともに、前記電子部品ランク比率と前記実
装基板情報に基づいて、前記基板における各ランクの実装比率を決定する実装基板内比率
決定部と、前記実装比率と前記電子部品情報に基づいて前記電子部品を、前記基板におけ
る所定の位置へ、複数のランクが混在した状態で実装するように前記電子部品移送実装部
を制御する制御部とを備える。
【００１３】
　さらに上記課題を解決するために、本発明の電子部品実装方法は、ランクの異なる複数
の電子部品がウェハ状に配置されているウェハシートを電子部品保持テーブルに保持する
ウェハシート保持工程と、
　前記電子部品保持テーブルにおける前記ウェハシート上の前記電子部品の位置情報と前
記電子部品のランク情報からなる電子部品情報を電子部品情報格納部に格納する電子部品
情報格納工程と、
　前記基板における実装位置及び必要な数からなる実装基板情報を実装基板情報格納部に
格納する実装基板情報格納工程と、
　前記電子部品情報に基づいて前記ウェハシート上の前記電子部品における各ランクの電
子部品ランク比率を求めるとともに、前記電子部品ランク比率と前記実装基板情報に基づ
いて、前記基板における各ランクの実装比率を決定する実装基板内比率決定工程と、
　前記実装比率と前記電子部品情報に基づいて前記ウェハシート上の前記電子部品を、１
または複数個づつ取り出し、前記基板における所定の位置へ、複数のランクが混在した状
態で移送実装するように制御する制御工程とを
備える。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態の電子部品実装装置および電子部品実装方法の構成を示すブロック図
である。
【図２】電子部品実装装置の各部の位置関係と動作方向を示す図である。
【図３】電子部品実装装置による電子部品のピックアップの態様を示す図である。
【図４】本実施形態の電子部品実装装置および電子部品実装方法の動作の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図５】制御部における制御信号の生成・送信の流れを示すフローチャートである。
【図６】本実施形態のピックアップ動作の流れを示すフローチャートである。
【図７】本実施形態の実装動作の流れを示すフローチャートである。
【図８】ウェハシート上の発光ダイオード素子と、基板に実装された発光ダイオードモジ
ュールを示したものの一例である。
【図９】ウェハシート上の発光ダイオード素子と、基板に実装された発光ダイオードモジ
ュールを示したものの一例である。発明を実施するための形態
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を、図面を用いて詳細に説明する。図１は、本実施形態の電子
部品実装装置および電子部品実装方法の構成を示すブロック図である。
【００１６】
　本発明の電子部品実装装置の実施形態である電子部品実装装置１の構成を図１を参照し
ながら説明する。この図１のピックアップ部１０及び実装部２０内において、左右方向を
Ｘ方向、手前側から奥側に向かう方向をＹ方向、上下方向をＺ方向、ＸＹ平面における角
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度をθとして、以降の説明を行う。
【００１７】
　図１に示されるように、電子部品実装装置１は、ピックアップ部１０、実装部２０、電
子部品移送実装部である移載ヘッド３０、制御部４０、電子部品情報格納部４１、実装基
板情報格納部４２、実装基板内比率決定部４３及びエリア決定部４４を備えて構成されて
いる。ピックアップ部１０と実装部２０とは、Ｘ方向に相互に離隔して配置される。本発
明において、電子部品移送実装部は、吸着ノズルを備えた移載ヘッドおよびこれを作動さ
せるヘッドアクチュエータから構成される。
【００１８】
　ピックアップ部１０は、電子部品実装装置１において、電子部品１００が配置されるウ
ェハシート２００から電子部品１００のピックアップを行うユニットである。ピックアッ
プ部１０は、電子部品保持テーブル１１、電子部品保持テーブルアクチュエータ１２、ピ
ックアップハンマ１３、上円板カム１４、ピックアップモータ１５、突き上げ針１６、下
円板カム１７、突き上げモータ１８及びカメラ１９を備えて構成される。
【００１９】
　ピックアップ部１０においては、ウェハシート２００に配置される電子部品１００を移
載ヘッド３０によりピックアップするためのピックアップ位置Ｐｕが一ヶ所設定される。
ピックアップ位置Ｐｕは、ピックアップ部１０におけるＸ方向及びＹ方向の所定の位置を
示す。
【００２０】
　電子部品保持テーブル１１は、電子部品１００が配置されるウェハシート２００を保持
可能な平坦な面を有する部材である。電子部品保持テーブル１１は、ウェハシート２００
の周縁部を保持し、伸縮性のある粘着シートを伸長することで、ウェハシート２００上に
配置される電子部品１００を互いに所定の距離離隔させる。
【００２１】
　電子部品保持テーブルアクチュエータ１２は、電子部品保持テーブル１１を電子部品１
００が配置される面内（言い換えれば、ＸＹ平面内）で移動させるとともに、この面内で
電子部品保持テーブル１１をθ方向に回転させるアクチュエータから成る。電子部品保持
テーブルアクチュエータ１２は、制御部４０から供給される制御信号に応じて、電子部品
保持テーブル１１を移動させることで、ウェハシート２００上に配置される所望の電子部
品１００をピックアップ位置Ｐｕに設定する。
【００２２】
　ピックアップハンマ１３は、ピックアップ位置Ｐｕにおいて、ウェハシート２００の上
方に配設されるベアリング状の端部を有する構成である。ピックアップハンマ１３のベア
リング状の端部は、アームを介して上円板カム１４に接続される。
【００２３】
　上円板カム１４は、ピックアップモータ１５の回転に応じて回転可能な円板状のカムで
ある。ピックアップモータ１５は、制御部４０から供給される制御信号に応じて回転し、
上円板カム１４を回転させる。ピックアップハンマ１３は、上円板カム１４の回転に応じ
てアームが移動することで、ベアリング状の端部がＺ方向に往復移動する。
【００２４】
　突き上げ針１６は、ピックアップ位置Ｐｕにおいて、ウェハシート２００の下方に配設
される針状の構成である。突き上げ針１６は、アームを介して下円板カム１７に接続され
、下円板カム１７の回転に伴って、Ｚ方向に移動する。
【００２５】
　突き上げ針１６が、下円板カム１７の回転によりＺ方向を上方に移動するに従って、突
き上げ針１６の上端はウェハシート２００に接触する。突き上げ針１６は、移動範囲の上
端において、ウェハシート２００を貫通し、電子部品１００に接触するとともに、電子部
品１００を突き上げる。
【００２６】
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　突き上げ針１６は、針状の上端がピックアップ位置Ｐｕにおいて配置される電子部品１
００を突き上げ可能な態様で配設される。突き上げモータ１８は、制御部４０から供給さ
れる制御信号に応じて、下円板カム１７を回転させる。
【００２７】
　カメラ１９は、ウェハシート２００上のピックアップ位置Ｐｕに位置調整して配置され
る電子部品１００及びその周辺に配置される電子部品１００を撮像範囲に収められるよう
構成され、配設される。カメラ１９において撮像された電子部品１００の画像は、制御部
４０に送信される。
【００２８】
　実装部２０は、ピックアップ部１０において、吸着ノズル３１により吸着された電子部
品１００を実装基板３００に実装するユニットであって、実装基板保持台２１、実装基板
保持台アクチュエータ２２、実装ハンマ２３、円板カム２４、実装モータ２５及びカメラ
２６を備えて構成される。
【００２９】
　また、実装部２０においては、吸着ノズル３１に吸着される電子部品１００を実装基板
３００上に実装するための実装位置Ｐｌが一ヶ所設定される。
【００３０】
　実装位置Ｐｌは、実装部２０におけるＸ方向及びＹ方向の所定の位置を示す。なお、実
装位置Ｐｌは、ピックアップ位置ＰｕからＸ方向に所定の距離離隔した位置に設定される
。
【００３１】
　実装基板保持台２１は、電子部品１００が実装される実装基板３００を保持可能な平坦
な面を有する部材である。実装基板３００は、セラミック基板、ガラス基板、プリント基
板などの基板である。
【００３２】
　実装基板保持台アクチュエータ２２は、実装基板保持台２１を電子部品１００が実装さ
れる面方向（言い換えれば、Ｘ方向、Ｙ方向及びθ方向）で移動可能である可動軸を有す
るアクチュエータである。
【００３３】
　実装基板保持台２１上に保持される実装基板３００には、移載ヘッド３０の吸着ノズル
３１によって吸着される複数の電子部品１００がそれぞれ所定のマージン離隔して実装さ
れる。以降、実装基板３００上のそれぞれの電子部品１００が実装されるべき位置を、電
子部品実装位置と称して説明する。なお、電子部品実装位置は、例えば、実装基板３００
上に複数の列及び行から成るマトリックス状に設定される。
【００３４】
　実装ハンマ２３は、ベアリング状の端部がアームに接続され、該アームを介して円板カ
ム２４に接続される。円板カム２４は、実装モータ２５の駆動に応じて回転可能に構成さ
れる。
【００３５】
　円板カム２４の回転に伴ってアームが移動することで、実装ハンマ２３のベアリング状
の端部がＺ方向に往復移動する。実装モータ２５は、制御部４０から供給される制御信号
に応じて、円板カム２４を回転させる。
【００３６】
　カメラ２６は、実装基板３００上の実装位置Ｐｌに実装される電子部品１００及び周辺
を撮像範囲に収められるよう構成され、配設される。カメラ２６において撮像された実装
基板３００の画像は、制御部４０に送信される。
【００３７】
　移載ヘッド３０は、円筒状の吸着ノズル３１を複数保持し、ヘッドアクチュエータ３２
の動作の下、ピックアップ部１０と実装部２０との間を移動し、電子部品１００のピック
アップ動作及び実装動作を行う。移載ヘッド３０は、ピックアップ部１０の電子部品保持
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テーブル１１及び実装部２０の実装基板台２１に対して、Ｚ方向上方に配設される。
【００３８】
　吸着ノズル３１は、移載ヘッド３０内に設けられる吸気通路（図示せず）を介して、真
空ポンプなどの減圧装置（図示せず）に接続されており、制御部４０から供給される制御
信号に応じて、当接する電子部品１００の吸着及び吸着の解除を行う。
【００３９】
　ヘッドアクチュエータ３２は、制御部４０から供給される制御信号に応じて、移載ヘッ
ド３０をＸ方向に移動可能な一軸のアクチュエータである。ヘッドアクチュエータ３２は
、移載ヘッド３０をピックアップ位置Ｐｕと実装位置Ｐｌとを結ぶ直線に沿って、図１の
矢印で示されるようにピックアップ部１０及び実装部２０の間を移動させる。
【００４０】
　移載ヘッド３０は、吸着ノズル３１の下端が電子部品１００の上端からＺ方向に所定距
離離隔するよう保持し、更に吸着ノズル３１を保持位置において安定に固定するようＺ方
向上方に付勢するバネ機構を有する。
【００４１】
　実装基板保持台アクチュエータ２２、電子部品保持テーブルアクチュエータ１２、ヘッ
ドアクチュエータ３２に制御信号を送り、それぞれを制御する制御部４０は、電子部品情
報格納部４１及び実装基板情報格納部４２と接続されている。
【００４２】
　電子部品情報格納部４１は、前工程またはプローブ検査機から、ウェハシート２００上
の電子部品１００の位置情報およびランク情報を含む電子部品情報を取得し格納している
。
【００４３】
　この電子部品情報はＬＡＮによるサーバ経由などの方法やＣＤ、メモリーなどの電子記
憶媒体などの方法により取得される。位置情報はウェハシート２００上のインデックスを
含み、ランク情報は光量、波長、抵抗値、処理速度、耐高電圧、電流増幅率などの情報を
含む。また、ランク情報は、光量、波長、抵抗値、処理速度、耐高電圧、電流増幅率など
の情報から予め決められたランクに分けられていてもよい。
【００４４】
　実装基板情報格納部４２は、実装基板保持台２１に配置される実装基板３００における
電子部品１００の実装基板情報を格納している。実装基板情報は、実装基板内での各電子
部品の実装位置、及び実装基板での電子部品の必要実装数の情報を少なくとも含んでいる
。
【００４５】
　制御部４０は、電子部品情報に基づいてウェハシート２００上の電子部品１００におけ
る各ランクの電子部品ランク比率を求めるとともに、この電子部品ランク比率と実装基板
情報に基づいて、実装基板３００における各ランクの実装比率を決定する実装基板内比率
決定部４３と、実装基板３００内において各ランクの電子部品１００が実装されるエリア
を決定するエリア決定部４４を備える。
【００４６】
　図２は、電子部品実装装置の各部の位置関係と動作方向を示す図である。
【００４７】
　図２を参照して、電子部品実装装置１の各部の位置関係について更に説明する。図２は
、図１の電子部品実装装置１をＺ方向上方から見た場合のピックアップ部１０の電子部品
保持テーブル１１、実装部２０の実装基板保持台２１及び移載ヘッド３０の配置及び動作
方向を示す図である。
【００４８】
　図２に示されるように、移載ヘッド３０は、ピックアップ部１０のピックアップ位置Ｐ
ｕと、実装部２０の実装位置Ｐｌとを結ぶ直線上に、複数の吸着ノズル３１をそれぞれ所
定のマージン離隔した上で一列に保持する。
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【００４９】
　従って、ピックアップ部１０においては、ヘッドアクチュエータ３２の動作により移載
ヘッド３０がＸ方向に移動されることで、移載ヘッド３０に保持される吸着ノズル３１が
一つ一つピックアップ位置Ｐｕに移送される。他方で、実装部２０においては、ヘッドア
クチュエータ３２の動作により移載ヘッド３０がＸ方向に移動されることで、移載ヘッド
３０に保持される吸着ノズル３１が一つ一つ実装位置Ｐｌに移送される。
【００５０】
　制御部４０は、ピックアップ部１０、実装部２０及び移載ヘッド３０の各部の動作を制
御する制御用のＣＰＵであって、関連各部と接続され、制御信号を供給することなどによ
って動作の制御を行う。
【００５１】
　制御部４０は、例えばカメラ１９より送信されるウェハシート２００上の電子部品１０
０の画像を解析することで、各電子部品１００に位置座標を設定する。制御部４０は、所
望の電子部品１００の位置座標に応じて電子部品保持テーブルアクチュエータ１２を動作
させることによって、電子部品１００がピックアップ位置Ｐｕに来るよう、電子部品保持
テーブル１１の位置調整を行う。
【００５２】
　また、制御部４０は、実装基板３００上に位置座標を設定し、所望の座標を電子部品実
装位置として電子部品の実装位置が実装位置Ｐｌに来るよう、実装基板保持台アクチュエ
ータ２２を動作させて実装基板保持台２１の位置調整を行う。
【００５３】
　また、制御部４０は、カメラ２６より送信される画像解析結果に基づいて、実装基板３
００上に配置された電子部品１００の品質の検査や位置情報の取得などを行う。
【００５４】
　また、制御部４０は、カメラ１９、カメラ２６により撮像された画像を参照し、電子部
品１００がＸＹ平面においてθ方向にずれて配置されている場合には、電子部品保持テー
ブルアクチュエータ１３と実装基板保持台アクチュエータ２２に制御信号を送信し、電子
部品保持テーブル１１、実装基板保持台２１をそれぞれθ方向に動かし補正を行う。これ
により、電子部品のピックアップ及び実装がより確実に行われる。
【００５５】
　制御部４０は、上記動作を電子部品情報格納部４１と実装基板情報格納部４２からの情
報に応じて、実装基板内比率決定部４３及びエリア決定部４４での決定した結果に応じて
制御を行う。例えば、電子部品情報格納部４１のランク情報と、実装基板情報格納部４２
の実装基板３００において必要な数から、実装基板内比率決定部４３において、実装比率
を算出し、この実装比率に基いて、ウェハシート２００上の指定のランクの電子部品１０
０を実装基板３００内の指定の場所（エリア）に実装していくことで、効率よく電子部品
１００を実装する。
【００５６】
　図３は、電子部品実装装置による電子部品のピックアップの態様を示す図である。
【００５７】
　次に、図３を参照して、移載ヘッド３０の吸着ノズル３１がウェハシート２００上の電
子部品１００を吸着によりピックアップする動作について説明する。図３では、各部の位
置関係を状態１から状態４に分けて記載した。以下に説明する各部の動作は、制御部４０
の制御の下、実施される。
【００５８】
　電子部品１００のピックアップ動作においては、先ず、電子部品保持テーブルアクチュ
エータ１２が電子部品保持テーブル１１を移動させ、ピックアップ位置Ｐｕ（一点破線で
示した軸上）に所望の電子部品１００を移動する。
【００５９】
　同時に、又は相前後して、ヘッドアクチュエータ３２が移載ヘッド３０を移動させ、ピ
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ックアップ位置Ｐｕに所望の吸着ノズル３１を移動する（状態１）。この状態におけるピ
ックアップハンマ１３、突き上げ針、吸着ノズル３１のＺ方向の位置が、それぞれのＺ方
向における初期位置となる。
【００６０】
　続いて、ピックアップモータ１５が上円板カム１４を回転させ、ピックアップハンマ１
３を下方に移動させる。ピックアップハンマ１３は、移動に伴い、吸着ノズル３１の上端
に接触した後、吸着ノズル３１を上方に付勢するバネ機構の付勢力に抗して吸着ノズル３
１を下方に押し下げる。
【００６１】
　押し下げられた吸着ノズル３１は、ピックアップハンマ１３が移動範囲の下端に達した
位置で、電子部品１００に当接し、あらかじめ制御部４０が電子部品１００を吸着するた
めに吸着ノズル３１の吸着を動作させ、電子部品１００を吸着する。また、突き上げモー
タ１８が下円板カム１７を回転させ、突き上げ針１６を電子部品１００に向かって移動さ
せる（状態２）。
【００６２】
　続いて、ピックアップモータ１５が上円板カム１４を回転させ、ピックアップハンマ１
３を上方に移動させることで、吸着ノズル３１の押し下げを解除する。押し下げが解除さ
れた吸着ノズル３１は、バネ機構による付勢力により、電子部品１００を吸着した状態で
上方向に移動する。同時に、突き上げ針１６の上端がウェハシート２００を貫通して電子
部品１００を上方向に突き上げ、電子部品１００の下端をウェハシート２００から剥離さ
せる方向に向かって移動させる（状態３）。
【００６３】
　ピックアップハンマ１３、及び突き上げ針１６が、それぞれの初期位置に戻り、電子部
品１００を下端に吸着させた吸着ノズル３１もＺ方向における初期位置に戻る。その後、
電子部品保持テーブルアクチュエータ１２が電子部品保持テーブル１１を、次のピックア
ップ位置Ｐｕに次の電子部品１００がくるように移動させる。同時に、又は相前後して、
ヘッドアクチュエータ３２が移載ヘッド３０を移動させ、ピックアップ位置Ｐｕに次の吸
着ノズル３１を移動する（状態４）。
【００６４】
　以上、説明した動作により、電子部品１００が移載ヘッド３０の吸着ノズル３１に吸着
される。上述した動作を複数回繰り返すことにより、移載ヘッド３０に保持される複数の
吸着ノズル３１のそれぞれに電子部品１００が吸着される。
【００６５】
　なお、実装部２０における実装動作についても、同様の手順で実施される。具体的な手
順について以下に説明する。電子部品１００の実装動作においては、先ず、実装基板保持
台アクチュエータ２２が実装基板保持台２１を移動させ、実装基板３００上の所望の電子
部品実装位置を実装位置Ｐｌに移動する。同時に、又は相前後して、ヘッドアクチュエー
タ３２が移載ヘッド３０を移動させ、実装位置Ｐｌに電子部品１００を吸着する吸着ノズ
ル３１を移動する。このとき、実装ハンマ２３は、Ｚ方向における初期位置にある。
【００６６】
　続いて、実装モータ２５が円板カム２４を回転させ、実装ハンマ２３を下方に移動させ
る。実装ハンマ２３は、移動に伴い、吸着ノズル３１の上端に接触した後、吸着ノズル３
１を上方に付勢するバネ機構の付勢力に抗して吸着ノズル３１を下方に押し下げる。押し
下げられた吸着ノズル３１に吸着される電子部品１００は、実装ハンマ２３が移動範囲の
下端に達した位置で、実装基板３００に当接する。
【００６７】
　このとき、制御部４０が電子部品１００を吸着する吸着ノズル３１の吸着を解除するこ
とで、電子部品１００が実装基板３００上の電子部品実装位置に配置される。実装基板３
００は粘着性を有するため、電子部品１００は電子部品実装位置において実装基板３００
に接着する。
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【００６８】
　続いて、実装モータ２５が円板カム２４を回転させ、実装ハンマ２３を上方に移動する
ことで、吸着ノズル３１の押し下げを解除する。押し下げが解除された吸着ノズル３１は
、バネ機構による付勢により、電子部品１００を吸着していない状態で上方向に移動する
。
【００６９】
　実装ハンマ２３が初期位置に戻り、電子部品１００の配置を終えた吸着ノズル３１もＺ
方向における初期位置に戻った後、実装基板保持台アクチュエータ２２が実装基板保持台
２１を移動させ、実装位置Ｐｌに次の実装位置を移動する。
【００７０】
　同時に、又は相前後して、ヘッドアクチュエータ３２が移載ヘッド３０を移動させ、実
装位置Ｐｌに次の電子部品１００を吸着する吸着ノズル３１を移動する。
【００７１】
　以上、説明した動作により、移載ヘッド３０により移送された電子部品１００が実装基
板３００上に実装される。上述した動作を複数回繰り返すことにより、移載ヘッド３０に
備えられる複数の吸着ノズル３１にそれぞれ吸着される電子部品１００が実装基板３００
上に実装される。
【００７２】
　図４は、本実施形態の電子部品実装装置および電子部品実装方法の動作の流れを示すフ
ローチャートである。次に、電子部品実装装置１によるピックアップ動作及び実装動作を
含む、全体的な動作の流れを示すフローチャートである図４を参照して電子部品実装装置
１の動作を説明する。
【００７３】
　電子部品実装装置１では、一連の動作の開始時に、電子部品１００が保持されるウェハ
シート２００がピックアップ部１０の電子部品保持テーブル１１の上に設置される（ステ
ップＳ１）。このウェハシート２００上には、ランクの異なる複数の電子部品１００がウ
ェハ状に配置されている。
【００７４】
　同時に、又は相前後して、電子部品１００が実装される実装基板３００が実装部２０の
実装基板保持台２１上に設置される（ステップＳ２）。
【００７５】
　次に制御部４０が、各アクチュエータを制御するための制御信号を生成し、送信する（
ステップＳ３）。この制御信号により、電子部品保持テーブルアクチュエータ１２、ピッ
クアップモータ１５、実装基板保持台アクチュエータ２２、ヘッドアクチュエータ３２な
どを制御し、電子部品１００のピックアップ、実装を制御する。なお、制御信号の生成・
送信については後述する。
【００７６】
　次に、制御部４０は、移載ヘッド３０をピックアップ部１０へと移動させ（ステップＳ
４）、ピックアップ動作を実行する（ステップＳ５）。
【００７７】
　かかるピックアップ動作により、ウェハシート２００上に配置される電子部品１００が
、移載ヘッド３０の複数の吸着ノズル３１のそれぞれに吸着される。なお、ピックアップ
動作については後述する。
【００７８】
　続いて、制御部４０は、移載ヘッド３０を実装部２０へと移動させ（ステップＳ６）、
実装動作を実行する（ステップＳ７）。
【００７９】
　かかる実装動作により、移載ヘッド３０内の複数の吸着ノズル３１のそれぞれに吸着さ
れている電子部品１００が、実装基板３００へと実装される。なお、実装動作については
後述する。
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【００８０】
　制御部４０は、ウェハシート２００上の移動されるべき全ての電子部品１００が実装基
板３００に実装されるまで（ステップＳ８：Ｙｅｓ）、ステップＳ４からステップＳ７ま
での一連の動作を繰り返したのち、動作を終了する。
【００８１】
　図５は、制御部４０における制御信号の生成・送信の流れを示すフローチャートである
。次に電子部品実装装置１の制御部４０による制御信号の生成・送信の流れ（図４のステ
ップ３）について、図５のフローチャートを参照して説明する。
【００８２】
　制御部４０は、電子部品情報格納部４１から電子部品情報（ランク情報と位置情報を含
む）を取得する。同時に、又は相前後して制御部４０は、ピックアップ部１０のカメラ１
９が撮影したウェハシート２００上に配置される全ての電子部品１００について画像を取
得する。制御部４０は、取得した画像情報に基づき、ウェハシート２００上のインデック
スと、電子部品情報格納部４１から取得した電子部品情報（ランク情報と位置情報を含む
）に含まれたインデックスとを照合する。
【００８３】
　制御部４０は、照合が一致した電子部品情報（ランク情報と位置情報を含む）の位置情
報と、上記カメラ１９によって撮像された画像情報に基いて各電子部品１００に座標を設
定し、生成された位置情報とをリンクさせる。これによって、制御部４０は、ウェハシー
ト２００上に配置された電子部品１００の位置とランクを認識可能となる。なお、電子部
品情報格納部４１は、前工程のプローブ検査装置の記憶部またはサーバ上にある記憶部な
どから電子部品情報を取得・格納している（ステップＳ１０）。
【００８４】
　続いて、制御部４０は、取得した電子部品情報からウェハシート２００上の電子部品１
００の電子部品ランク比率を算出する（ステップＳ１１）。
【００８５】
　次に制御部４０は、実装基板情報格納部４２から実装基板での必要電子部品数と実装位
置からなる実装基板情報を取得する。実装基板情報格納部４２には実装基板での必要電子
部品数と実装位置からなる実装基板情報が格納されている（ステップＳ１２）。
【００８６】
　制御部４０の実装基板内比率決定部４３は、電子部品ランク比率と実装基板情報から実
装比率を算出する（ステップＳ１３）。実装比率とは、実装基板において実装される電子
部品のランクの比率である。
【００８７】
　制御部４０のエリア決定部４４は、実装比率と実装基板情報から、各ランクの電子部品
１００が実装されるエリアを決定する（ステップＳ１４）。
【００８８】
　制御部４０は、実装比率とエリアに応じて制御信号を生成し、送信する（ステップＳ１
５）。エリアとは、実装基板において電子部品が実装される区域である。
【００８９】
　ランクの異なる複数の電子部品がウェハ状に配置されているウェハシートを電子部品保
持テーブルに保持するウェハシート保持工程は、ステップS１に対応する。
【００９０】
　電子部品保持テーブルにおけるウェハシート上の電子部品の位置情報と電子部品のラン
ク情報からなる電子部品情報を電子部品情報格納部に格納する電子部品情報格納工程は、
ステップS１０に対応する。
【００９１】
　基板における実装位置及び必要な数からなる実装基板情報を実装基板情報格納部に格納
する実装基板情報格納工程は、ステップS１２に対応する。
【００９２】
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　電子部品情報に基づいてウェハシート上の前記電子部品における各ランクの電子部品ラ
ンク比率を求めるとともに、電子部品ランク比率と実装基板情報に基づいて、基板におけ
る各ランクの実装比率を決定する実装基板内比率決定工程は、ステップS１１，１３に対
応する。
【００９３】
　実装比率と電子部品情報に基づいてウェハシート上の電子部品を、１または複数個づつ
取り出し、基板における所定の位置へ、複数のランクが混在した状態で移送実装するよう
に制御する制御工程は、ステップS４－７に対応する。
【００９４】
　図６は、本実施形態のピックアップ動作の流れを示すフローチャートである。次に電子
部品実装装置１のピックアップ部１０による電子部品１００のピックアップ動作（図４の
ステップ５）について、図６のフローチャートを参照して説明する。
【００９５】
　先ず、制御部４０は、最初にピックアップを行う電子部品１００を基準電子部品に設定
する。カメラ１９は、この基準電子部品について画像を撮像し、制御部４０へと画像情報
を送信する。制御部４０は、送信された画像情報に基づき、基準電子部品に再度座標を設
定し、位置情報を生成する（ステップＳ１０１）。
【００９６】
　制御部４０は、初めにカメラ１９による撮像された画像より取得された（図５、ステッ
プＳ１０）全電子部品１００の位置情報と、改めて取得された基準電子部品の位置情報と
を比較し、基準電子部品の位置が最初の（即ち、ステップＳ１０において検出された）位
置からどれだけずれているかを検出し、ずれを補正するための位置補正量を算出する（ス
テップＳ１０２）。
【００９７】
　制御部４０は、改めて取得された基準電子部品の位置情報を適用して、格納される基準
電子部品の位置情報を更新する（ステップＳ１０３）。
【００９８】
　次に、制御部４０は、基準電子部品の更新後の位置情報に基づいて電子部品保持テーブ
ルアクチュエータ１２を動作させ、基準電子部品がピックアップ位置Ｐｕに移動されるよ
う、電子部品保持テーブル１１を移動させる（ステップＳ１０４）。
【００９９】
　同時に、又は相前後して、制御部４０は、ヘッドアクチュエータ３２を動作させ、電子
部品１００を吸着していない吸着ノズル３１がピックアップ位置Ｐｕに移動されるよう、
移載ヘッド３０を移動させる（ステップＳ１０５）。
【０１００】
　続いて、制御部４０は、吸着ノズル３１に基準電子部品を吸着させ、電子部品１００の
ピックアップを行う（ステップＳ１０６）。
【０１０１】
　具体的には、制御部４０は、ピックアップモータ１５を駆動させ、ピックアップハンマ
１３に吸着ノズル３１を押し下げさせる。同時に、制御部４０は、突き上げモータ１８を
駆動させ、突き上げ針１６に電子部品１００を突き上げさせる。
【０１０２】
　電子部品１００は、ピックアップハンマ１３に押し下げられた吸着ノズル３１と接触す
ることで吸着され、更に吸着ノズル３１が上方向に移動するとともに、突き上げ針１６に
より突き上げられることで、ウェハシート２００より剥離しピックアップされる。
【０１０３】
　次に、ピックアップ可能な電子部品１００が存在し（ステップＳ１０７：Ｙｅｓ）、且
つ、電子部品１００を吸着していない吸着可能な吸着ノズル３１が存在する場合（ステッ
プＳ１０８：Ｙｅｓ）、次の電子部品１００のピックアップが行われる。
【０１０４】
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　制御部４０は、次の電子部品１００について格納されている位置情報を読み出し、この
電子部品１００の座標と更新前の基準電子部品の座標（即ち、ステップＳ１０において検
出された座標）とを比較し、この電子部品１００の位置が補正量適用エリア内であるか否
かの判定を行う。
【０１０５】
　補正量適用エリアは、基準電子部品の位置座標を起点とする所定の範囲を示す。かかる
補正量適用エリア内では、各電子部品１００について、最初の電子部品１００位置の検出
（即ち、図５のステップＳ１０）から、基準電子部品の位置の再検出（即ち、図６のステ
ップＳ１０１）との間に生じた位置のずれが同様であると見なすことが出来る。
【０１０６】
　電子部品１００位置のずれは、伸長されるウェハシート２００の伸縮が大きな要因とな
っており、ある程度近い範囲内の電子部品１００であれば、位置のずれは同程度であると
考えられる。
【０１０７】
　基準電子部品のピックアップを行った後に、ピックアップされる電子部品が補正量適用
エリア内に存在するのであれば、電子部品の位置のずれは、基準電子部品の位置のずれと
同程度であると考えられる。このため、この電子部品について改めて座標を検出して、位
置情報の取得を行わなくとも、基準電子部品の補正量を適用することで、次にピックアッ
プされる電子部品についてずれた後の位置情報を算出できると考えられる。
【０１０８】
　なお、補正量適用エリアを規定する、基準電子部品を中心とする所定の範囲は、適宜変
更されてよく、例えば、電子部品１００の位置のずれの要因となるウェハシート２００の
伸縮性などに応じて適宜変更されてよい。
【０１０９】
　制御部４０は、次の電子部品１００の位置が基準電子部品を基準とする補正量適用エリ
ア内である場合（ステップＳ１０９：Ｙｅｓ）、基準電子部品の位置補正量を用いて、こ
の電子部品１００の位置情報の補正を行う（ステップＳ１１０）。
【０１１０】
　具体的には、格納されたこの電子部品１００の位置情報に対し、基準電子部品の位置補
正量を適用したものを補正後の位置情報とする。
【０１１１】
　制御部４０は、次の電子部品１００の補正後の位置情報に基づいて、電子部品保持テー
ブルアクチュエータ１２を動作させ、この電子部品１００がピックアップ位置Ｐｕに移動
されるよう、電子部品保持テーブル１１を移動させる（ステップＳ１１１）。
【０１１２】
　続いて、電子部品１００を吸着していない次の吸着ノズル３１をピックアップ位置Ｐｕ
に移動させ（ステップＳ１０５）、次の電子部品１００のピックアップを行わせる。
【０１１３】
　他方で、次の電子部品１００の位置が基準電子部品を基準とする補正量適用エリア外で
ある場合（ステップＳ１０９：Ｎｏ）、制御部４０は、この電子部品１００を新しい基準
電子部品に設定する。
【０１１４】
　制御部４０は、新しい基準電子部品について、画像の撮像による位置情報の取得（ステ
ップＳ１０１）、位置補正量の算出（ステップＳ１０２）、及び位置情報の更新（ステッ
プＳ１０３）を行い、ステップＳ１０４以降のピックアップ動作を実行させる。
【０１１５】
　以上、説明した構成によれば、移載ヘッド３０に保持される複数の吸着ノズル３１につ
いて、連続してウェハシート２００上に配置される電子部品１００の吸着動作を行うこと
が可能となる。このため、移載ヘッド３０の一度の移動で、複数の電子部品１００をまと
めて実装部２０へ移送することが可能となる。
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【０１１６】
　電子部品実装装置１では、電子部品１００の取り出しを行う位置であるピックアップ位
置Ｐｕを定め、このピックアップ位置Ｐｕに１つずつ順番に吸着ノズル３１及び電子部品
１００を移送している。このため、比較的短時間で位置決めを行うことが可能となり、タ
クトタイムの短縮が実現出来る。
【０１１７】
　なお、電子部品１００の移送と、吸着ノズル３１の移送を並行して行うことで、更なる
タクトタイムの短縮が見込まれる。また、電子部品１００の状態や形状、ランクに応じて
、吸着する電子部品１００を適宜選択することで、電子部品１００の仕分けが可能となる
。
【０１１８】
　図７は、本実施形態の実装動作の流れを示すフローチャートである。次に電子部品実装
装置１の実装部２０による電子部品１００の実装動作（図４のステップ７）について、図
７のフローチャートを参照して説明する。
【０１１９】
　制御部４０は、実装基板保持台アクチュエータ２２を動作させる制御信号を送信し、実
装基板３００上の所望の電子部品実装位置が実装位置Ｐｌに移動されるよう、実装基板保
持台２１を移動させる（ステップＳ２０１）。
【０１２０】
　同時に、又は相前後して、制御部４０は、ヘッドアクチュエータ３２を動作させ、電子
部品１００を吸着している吸着ノズル３１が実装位置Ｐｌに移動されるよう、移載ヘッド
３０を移動させる（ステップＳ２０２）。
【０１２１】
　続いて、制御部４０は、吸着ノズル３１に吸着される電子部品１００が実装基板３００
上の電子部品実装位置に実装されるよう、吸着の解除を行う（ステップＳ２０３）。
【０１２２】
　具体的には、制御部４０は、実装モータ２５を駆動させ、実装ハンマ２３に吸着ノズル
３１を押し下げさせる。押し下げられた吸着ノズル３１に吸着される電子部品１００が実
装基板３００に接触した後に、制御部４０は、この吸着ノズル３１の吸着を解除し、電子
部品１００を実装基板３００上の電子部品実装位置に実装する。
【０１２３】
　次に、移載ヘッド３０に設けられた吸着ノズル３１が吸着している電子部品が存在しな
くなるまで（ステップＳ２０４：Ｙｅｓ）、制御部４０は、ステップＳ２０１からステッ
プＳ２０３までの一連の動作を繰り返させる。
【０１２４】
　吸着ノズル３１に電子部品が存在しているか否かは、制御部４０によって、指定された
移送されるべき数と、カメラ２６により撮像された画像上の移送済みの数が一致した場合
に、吸着ノズル３１に電子部品が存在していないと見做すことができる。
【０１２５】
　なお、実装基板情報によって設定された電子部品１００の実装数、または設定された電
子部品１００のランク毎の実装数まで、実装基板３００に電子部品１００を実装し、次の
検査工程へ移ってもよい。
【０１２６】
　吸着ノズル３１に吸着される全ての電子部品１００が実装基板３００に実装された後（
ステップＳ２０４：Ｙｅｓ）、制御部４０は、カメラ２６により実装基板３００に実装さ
れた電子部品１００の画像を撮像し、画像情報の入力を受ける。そして入力された画像情
報に基づいて、電子部品１００が実装されているか否か、電子部品１００の配列の精度及
び電子部品１００の外観について検査を行う（ステップＳ２０５）。電子部品１００検査
後、制御部４０は、実装動作を終了させる。
【０１２７】
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　次に図８、９を参照して、電子部品として発光ダイオード素子を適用した場合における
、ウェハシートから基板への実装について説明する。なお、電子部品実装装置１による移
送・実装については、上述した構成及び動作がそのまま適用可能であるので、説明を省略
する。
【０１２８】
　図８は、ウェハシート上の発光ダイオード素子と、基板に実装された発光ダイオードモ
ジュールを示したものの一例である。ここで、電子部品１００は発光ダイオード素子であ
り、実装基板３００はセラミック基板又はガラス基板など、発光ダイオードモジュールの
基板として、発光ダイオード素子が実装可能な基板である。
【０１２９】
　ウェハシート２００上の発光ダイオード素子には、前工程における発光ダイオード素子
の製造工程での製造条件などにより、品質にバラツキがある状態で受け取る。この品質の
バラツキは、発光ダイオード素子製造時のチャンバー内の雰囲気や発光ダイオード素子の
洗浄、発光ダイオード素子の膜厚のバラツキなどから生じる製造上避けられないバラツキ
である。このバラツキを考慮せずに製品やモジュールを製造すると、完成品においてバラ
ツキが生じ、最終的に歩留りが悪くなる。
【０１３０】
　従って、プローブ検査などにより、発光ダイオード素子１つ１つを検査し、検査結果に
応じてランク分けを行う。図８のウェハシートは、検査結果を模式的に示したものであり
、○がＡランク、●がＢランク、×がＣランクを示している。実際には、数十のランクが
存在するが、本実施形態の説明においては３ランクで説明する。ランクが数十ランクにな
っても、本発明の適用は可能である。
【０１３１】
　この検査結果とランク分けの情報は、位置情報と結び付けられ、１枚１枚に付されたウ
ェハシートのインデックス番号またはコードなどとともに、サーバ上または前工程の検査
装置の記憶部などに格納される。または電子部品情報格納部４１に直接格納するようにし
てもよい。
【０１３２】
　電子部品情報格納部４１は、前工程の検査装置または上記記憶部から電子部品情報を取
得する。一方、実装基板情報格納部４２では、基板における実装すべき発光ダイオード素
子の必要数と位置に関する情報である実装基板情報が入力されている。
【０１３３】
　ウェハシート２００上の発光ダイオード素子のランク比率が、実装基板内比率決定部４
３によって算出される。図８におけるウェハシート２００上の発光ダイオード素子のラン
ク比率は、Ａランク：Ｂランク：Ｃランクが８０：１６：４となっている。
【０１３４】
　実装基板内比率決定部４３は、更に、算出されたウエハシート２００上のランク比率に
基づいて実装基板３００におけるランク比率を決定する。２５個の発光ダイオード素子か
ら成る発光ダイオードモジュールにおいては、Ａランクが２０個、Ｂランクが４個、Ｃラ
ンクが１個用いられて構成される。これを実装基板３００におけるランク比率として実装
比率ともいう。
【０１３５】
　この実装時、実装比率や実装基板情報に基いて、実装基板３００における各ランクの実
装エリアが、エリア決定部４４によって決定される。図８では、ランクが高いＡランクの
発光ダイオード素子が周辺エリアに実装されるよう決定され、ランクが低いＣランクの発
光ダイオード素子が中心エリアに実装されるよう決定されている。
【０１３６】
　このウェハシート２００上の発光ダイオード素子のランク比率を実装比率として実装基
板３００へ各ランクの発光ダイオード素子を実装する。
【０１３７】
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　発光ダイオードモジュールにおけるランク情報と位置情報について、具体的に説明する
。図８における、基板に対して各ランクの実装工程を経て、発光ダイオードモジュールと
して完成した状態３を参照して説明する。
【０１３８】
　発光ダイオードモジュールの場合、モジュールに使用される全ての発光ダイオード素子
が必ずしも最高ランクである必要がない。これは、モジュールとして光量や光度が結果と
してバラツキが少なく、仕様上、許容可能な範囲で製造できればいいからである。
【０１３９】
　このため、発光ダイオードモジュールには、最高ランク以外のランクの発光ダイオード
素子も実装される。ただし、端部はコントラストなどの関係からランクが比較的高いもの
が要求され、中心部はランクが低いものであってもよいなど、その発光ダイオードモジュ
ールの仕様に応じての制約はある。
【０１４０】
　図８の状態３の発光ダイオードモジュールでは、端部は最高ランクであるＡランクが使
用され、中心に行くに従って、ランクの低いものを採用するように実装している。つまり
、ランクの低いＣランクを中心に実装し、その周りをＢランク、その周りをＡランクで囲
うように実装し、モジュール全体の光度、光量を担保するように実装している。
【０１４１】
　このように配列のパターンは、最終製品で求められる仕様に応じて必要なランクの発光
ダイオード素子を、適切な位置に実装するという考えから複数のパターンが用意される。
従って、例えば、実装部２０の実装基板保持台２１に複数の基板が保持されているときに
、その複数の基板それぞれに対して同一の配列パターンで実装することも、異なるパター
ンで実装することも可能となる。
【０１４２】
　制御部４０は、実装比率に応じて電子部品情報を参照して、ウェハシート２００上のど
の位置の、どのランクの発光ダイオード素子をピックアップし、基板への実装するかを算
出し、電子部品保持テーブルアクチュエータ１２、実装基板保持台アクチュエータ２２、
移載ヘッド３０に制御信号を送信する。
【０１４３】
　これにより、発光ダイオード素子は、移載ヘッド３０の吸着ノズル３１によってウェハ
シート２００からピックアップされ、基板へと実装される。
【０１４４】
　例えば、図８では、実装基板保持台２１に配置された１枚の基板に対して、実装すべき
発光ダイオード素子のうち一番多い発光ダイオード素子であるＡランクの発光ダイオード
素子をまず、基板へ実装している（状態１）。
【０１４５】
　次に、Ｂランクの発光ダイオード素子をウェハシート２００上からピックアップし（状
態２）、実装し、最後にＣランクの発光ダイオード素子をウェハシート２００上からピッ
クアップし、実装する（状態３）。
【０１４６】
　なお、この実装時に各ランクの発光ダイオード素子の実装後に、実装済みの電子部品に
ついて検査をするようにしてもよい。このような検査を各ランクの実装後に行うことで、
タクトタイムの短縮が可能となり、またＡランクなど、ウェハシート２００上に多い発光
ダイオード素子から検査を行った場合、Ａランクの実装後の検査で問題を検出した場合に
、その基板への実装を停止し、より少ない電子部品であるＢランクやＣランクの発光ダイ
オード素子を無駄に使用することを防ぐことも可能となる。
【０１４７】
　また、検査は、基板への実装終了後、基板毎に行ってもよい。検査は、実装部２０のカ
メラ２６によって撮像された画像に基いて行われる。
【０１４８】
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　カメラ２６によって撮像された画像において、各発光ダイオード素子があるべき位置に
存在しているか、あるべき位置に他の発光ダイオード素子と所定の距離離間して実装され
ているか、斜めや横になって実装されていないかなどを、検査する。
【０１４９】
　なお、図８の説明において、基板上で一番多く実装されるＡランクの発光ダイオード素
子から実装することを説明したが、実装順序はこれに限らず、基板上で一番少なく実装さ
れるランクの発光ダイオード素子からや、ウェハシート２００上で一番多いランクの発光
ダイオード素子や一番少ない発光ダイオード素子から実装してもよい。
【０１５０】
　また、エリア決定において、ランクの位で周辺部と中心部を決定したが、ランクの比率
に応じてエリアを決定するようにしてもよい。また、ランクの比率だけでなく、ランクの
位も参照しエリアを決定してもよい。このようにすることで、ウェハシート２００上の発
光ダイオード素子が効率的に基板に実装される。
【０１５１】
　図９は、ウェハシート２００上の発光ダイオード素子と、基板に実装された発光ダイオ
ードモジュールを示したものの一例である。次に、図９を参照して、ウェハシート上の発
光ダイオード素子と、基板に実装された発光ダイオードモジュールの他の例を説明する。
【０１５２】
　図９において、ウェハシート２００上の発光ダイオード素子のランク比率は、Ａランク
：Ｂランク：Ｃランクが６４：２４：１２となっている。
【０１５３】
　従って、２５個の発光ダイオード素子から成る発光ダイオードモジュールにおいては、
Ａランクが１６個、Ｂランクが６個、Ｃランクが３個用いられて構成される。
【０１５４】
　この実装時、実装比率や実装基板情報に基いて、各ランクの実装エリアが、エリア決定
部によって決定される。図９では、ランク情報と実装比率から、ランクが高いＡランクの
発光ダイオード素子が周辺エリアに実装されるよう決定され、ランクが低いＢランクとＣ
ランクの発光ダイオード素子が中心エリアに並んで実装されるよう決定されている。
【０１５５】
　図８、図９では、ランクが３つある場合について説明したが、数十ランクある場合につ
いても、同様に適用可能である。また、一番悪いランクの電子部品を使用しないように設
定したり、比率が少ないランクの電子部品を使用しないように設定したり、不良の電子部
品を判別し、使用しないようにすることも可能である。例えば、２０ランクある場合に、
一番悪いランクの電子部品を使用しないように設定することが可能である。
【０１５６】
　また、ウェハシート２００上に１％しか存在しない電子部品は使用しないように設定す
ることも可能である。このように設定することで、バラツキが少なく、かつウェハシート
２００上の電子部品を効率よく、無駄なく使用することが可能となる。
【０１５７】
＜実施形態の構成及び効果＞
　本実施形態における電子部品実装装置は、ランクの異なる複数の発光ダイオード素子が
ウェハ状に配置されているウェハシートを保持する電子部品保持テーブルと、電子部品保
持テーブルにおけるウェハシート上の発光ダイオード素子の位置情報とこの発光ダイオー
ド素子のランク情報からなる電子部品情報を格納する電子部品情報格納部と、ウェハシー
トから発光ダイオード素子を１または複数個づつ取り出し、基板へ移送実装する電子部品
移送実装部と、基板における実装位置及び必要な数からなる実装基板情報を格納する実装
基板情報格納部と、電子部品情報に基づいてウェハシート上の発光ダイオード素子におけ
る各ランクの電子部品ランク比率を求めるとともに、電子部品ランク比率と実装基板情報
に基づいて、基板における各ランクの実装比率を決定する実装基板内比率決定部と、実装
比率と電子部品情報に基づいて発光ダイオード素子を、基板における所定の位置へ、複数
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のランクが混在した状態で実装するように電子部品移送実装部を制御する制御部とを備え
る。
【０１５８】
　上記のように構成したことで、ウェハシートから直接基板へと実装するに際し、ウェハ
シート上の発光ダイオード素子を効率よく実装することができ、無駄を減らすことが可能
となる。
【０１５９】
　また、ウェハシート側の発光ダイオード素子のランク比率を基準にして、基板への実装
を行うので、ウェハシート側に最終的に残る発光ダイオード素子を減らすことができる。
【０１６０】
　さらに、各ランクの発光ダイオード素子が実装されるエリアを決定するエリア決定部を
備える。
【０１６１】
　これにより、同一ランクの発光ダイオード素子が、基板上の一定のエリア内に配置させ
ることができる。
【０１６２】
　本実施形態における電子部品実装方法は、ランクの異なる複数の電子部品がウェハ状に
配置されているウェハシートを電子部品保持テーブルに保持するウェハシート保持工程と
、電子部品保持テーブルにおけるウェハシート上の電子部品の位置情報と電子部品のラン
ク情報からなる電子部品情報を電子部品情報格納部に格納する電子部品情報格納工程と、
基板における実装位置及び必要な数からなる実装基板情報を実装基板情報格納部に格納す
る実装基板情報格納工程と、電子部品情報に基づいてウェハシート上の電子部品における
各ランクの電子部品ランク比率を求めるとともに、電子部品ランク比率と実装基板情報に
基づいて、基板における各ランクの実装比率を決定する実装基板内比率決定工程と、実装
比率と電子部品情報に基づいてウェハシート上の電子部品を、１または複数個づつ取り出
し、基板における所定の位置へ、複数のランクが混在した状態で移送実装するように制御
する制御工程とを備える。
【０１６３】
　上記のように構成したことで、ウェハシートから直接基板へと実装するに際し、ウェハ
シート上の発光ダイオード素子を効率よく実装することができ、無駄を減らすことが可能
となる。
【０１６４】
＜定義部＞
　本発明において、電子部品は、一例として発光ダイオード素子を用いたが、例えば、半
導体素子、抵抗素子、トランジスタなどでもよく、また、その性質によって複数のランク
に分けることが可能な電子部品であれば、どのような電子部品であってもよい。
【０１６５】
　本発明において、基板とは、例えば、セラミック基板、ガラス基板、プリント基板など
の基板であり、電子部品を実装可能な基板であればよい。
【０１６６】
　本発明において、電子部品情報とは、例えば、ウェハシート上のインデックスを含む、
各発光ダイオード素子の位置情報と、光量、波長などの情報を含むランク情報のことであ
る。また、ランク情報は、光量、波長などの情報から予め決められたランクに分けられた
ランク情報でもよい。なお、電子部品情報格納部は、電子部品実装装置の記憶部内以外に
も、電子部品実装装置の外部の記憶装置、例えば、前工程のプローブ検査装置の記憶部や
、このプローブ検査装置と接続されたサーバ、ＣＤ、メモリーなどの記憶媒体のことであ
り、記憶可能なものであれば、どのようなものであってもよい。
【０１６７】
　本発明において、実装基板情報とは、基板内での各発光ダイオード素子の実装位置情報
、及び基板への実装数や基板の形状のことである。なお、実装基板情報格納部電子部品実
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装置と接続されたコンピュータ、サーバ、ＣＤ、メモリーなどの記憶媒体のことであり、
記憶可能なものであれば、どのようなものであってもよい。
【符号の説明】
【０１６８】
１　　　　電子部品実装装置
１０　　　ピックアップ部
１１　　　電子部品保持テーブル
１２　　　電子部品保持テーブルアクチュエータ
１３　　　ピックアップハンマ
１４　　　上円板カム
１５　　　ピックアップモータ
１６　　　突き上げ針
１７　　　下円板カム
１８　　　突き上げモータ
１９　　　カメラ
２０　　　実装部
２１　　　実装基板保持台
２２　　　実装基板保持台アクチュエータ
２３　　　実装ハンマ
２４　　　円板カム
２５　　　実装モータ
２６　　　カメラ
３０　　　移載ヘッド
３１　　　吸着ノズル
３２　　　ヘッドアクチュエータ
４０　　　制御部
４１　　　電子部品情報格納部
４２　　　実装基板情報格納部
４３　　　実装基板内比率決定部
４４　　　エリア決定部
１００　　電子部品
２００　　ウェハシート
３００　　実装基板
Ｐｕ　　　ピックアップ位置
Ｐｌ　　　実装位置
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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月6日(2015.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランクの異なる複数の電子部品がウェハ状に配置されているウェハシートを保持する電
子部品保持テーブルと、
　前記電子部品保持テーブルにおける前記ウェハシート上の前記電子部品の位置情報と前
記電子部品のランク情報からなる電子部品情報を格納する電子部品情報格納部と、
　前記ウェハシートから前記電子部品を１または複数個ずつ取り出し、基板へ移送実装す
る電子部品移送実装部と、
　前記基板における実装位置及び必要な数からなる実装基板情報を格納する実装基板情報
格納部と、
　前記電子部品情報に基づいて前記ウェハシート上の前記電子部品における各ランクの電
子部品ランク比率を求めるとともに、前記電子部品ランク比率と前記実装基板情報に基づ
いて、前記基板における各ランクの実装比率と、各ランクの電子部品が実装される実装エ
リアを決定する決定部と、
　前記実装比率と前記実装エリアと前記電子部品情報とに基づいて前記電子部品を、前記
基板における所定の位置へ、複数のランクが混在した状態で実装するように前記電子部品
移送実装部を制御する制御部とを備え、
　前記決定部は、前記電子部品を前記基板に実装した後のモジュールの品質が、複数の前
記モジュール間においてそれぞれ同程度となるように、前記実装比率及び前記実装エリア
を決定することを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項２】
　前記各ランクの前記電子部品が実装されるエリアを決定するエリア決定部を備えること
を特徴とする請求項１記載の電子部品実装装置。
【請求項３】
　前記電子部品は発光ダイオード素子であり、前記基板は発光ダイオードモジュールであ
ることを特徴とする請求項１または２のいずれか１項に記載の電子部品実装装置。
【請求項４】
　端部にランクの高い電子部品を実装し、中心に行くに従ってランクの低いものを採用す
るように実装する請求項１～３のいずれか１項に記載の電子部品実装装置。
【請求項５】
　ランクの異なる複数の電子部品がウェハ状に配置されているウェハシートを電子部品保
持テーブルに保持するウェハシート保持工程と、
　前記電子部品保持テーブルにおける前記ウェハシート上の前記電子部品の位置情報と前
記電子部品のランク情報からなる電子部品情報を電子部品情報格納部に格納する電子部品
情報格納工程と、
　前記基板における実装位置及び必要な数からなる実装基板情報を実装基板情報格納部に
格納する実装基板情報格納工程と、
　前記電子部品情報に基づいて前記ウェハシート上の前記電子部品における各ランクの電
子部品ランク比率を求めるとともに、前記電子部品ランク比率と前記実装基板情報に基づ
いて、前記基板における各ランクの実装比率と、各ランクの電子部品が実装される実装エ
リアを決定する決定工程と、
　　前記実装比率と前記実装エリアと前記電子部品情報とに基づいて前記ウェハシート上
の前記電子部品を、１または複数個ずつ取り出し、前記基板における所定の位置へ、複数
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のランクが混在した状態で移送実装するように制御する制御工程とを備え、
前記決定工程は、前記電子部品を前記基板に実装した後のモジュールの品質が、複数の前
記モジュール間においてそれぞれ同程度となるように、前記実装比率及び前記実装エリア
を決定することを特徴とする電子部品実装方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の電子部品実装装置は、ランクの異なる複数の電子
部品がウェハ状に配置されているウェハシートを保持する電子部品保持テーブルと、前記
電子部品保持テーブルにおける前記ウェハシート上の前記電子部品の位置情報と前記電子
部品のランク情報からなる電子部品情報を格納する電子部品情報格納部と、前記ウェハシ
ートから前記電子部品を１または複数個ずつ取り出し、基板へ移送実装する電子部品移送
実装部と、前記基板における実装位置及び必要な数からなる実装基板情報を格納する実装
基板情報格納部と、前記電子部品情報に基づいて前記ウェハシート上の前記電子部品にお
ける各ランクの電子部品ランク比率を求めるとともに、前記電子部品ランク比率と前記実
装基板情報に基づいて、前記基板における各ランクの実装比率と、各ランクの電子部品が
実装される実装エリアを決定する決定部と、前記実装比率と前記実装エリアと前記電子部
品情報とに基づいて前記電子部品を、前記基板における所定の位置へ、複数のランクが混
在した状態で実装するように前記電子部品移送実装部を制御する制御部とを備え、前記決
定部は、前記電子部品を前記基板に実装した後のモジュールの品質が、複数の前記モジュ
ール間においてそれぞれ同程度となるように、前記実装比率及び前記実装エリアを決定す
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　さらに上記課題を解決するために、本発明の電子部品実装方法は、ランクの異なる複数
の電子部品がウェハ状に配置されているウェハシートを電子部品保持テーブルに保持する
ウェハシート保持工程と、
　前記電子部品保持テーブルにおける前記ウェハシート上の前記電子部品の位置情報と前
記電子部品のランク情報からなる電子部品情報を電子部品情報格納部に格納する電子部品
情報格納工程と、
　前記基板における実装位置及び必要な数からなる実装基板情報を実装基板情報格納部に
格納する実装基板情報格納工程と、
　前記電子部品情報に基づいて前記ウェハシート上の前記電子部品における各ランクの電
子部品ランク比率を求めるとともに、前記電子部品ランク比率と前記実装基板情報に基づ
いて、前記基板における各ランクの実装比率と、各ランクの電子部品が実装される実装エ
リアを決定する決定工程と、前記実装比率と前記実装エリアと前記電子部品情報とに基づ
いて前記ウェハシート上の前記電子部品を、１または複数個ずつ取り出し、前記基板にお
ける所定の位置へ、複数のランクが混在した状態で移送実装するように制御する制御工程
とを備え、前記決定工程は、前記電子部品を前記基板に実装した後のモジュールの品質が
、複数の前記モジュール間においてそれぞれ同程度となるように、前記実装比率及び前記
実装エリアを決定する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　図１に示されるように、電子部品実装装置１は、ピックアップ部１０、実装部２０、電
子部品移送実装部である移載ヘッド３０、制御部４０、電子部品情報格納部４１、実装基
板情報格納部４２、実装基板内比率決定部４３及びエリア決定部４４を備えて構成されて
いる。ピックアップ部１０と実装部２０とは、Ｘ方向に相互に離隔して配置される。本発
明において、電子部品移送実装部は、吸着ノズルを備えた移載ヘッドおよびこれを作動さ
せるヘッドアクチュエータから構成される。なお、実装基板内比率決定部４３及びエリア
決定部４４を決定部とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　制御部４０は、上記動作を電子部品情報格納部４１と実装基板情報格納部４２からの情
報に応じて、決定部、つまり実装基板内比率決定部４３及びエリア決定部４４での決定し
た結果に応じて制御を行う。例えば、電子部品情報格納部４１のランク情報と、実装基板
情報格納部４２の実装基板３００において必要な数から、実装基板内比率決定部４３にお
いて、実装比率を算出し、この実装比率に基いて、ウェハシート２００上の指定のランク
の電子部品１００を実装基板３００内の指定の場所（エリア）に実装していくことで、効
率よく電子部品１００を実装する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　電子部品情報に基づいてウェハシート上の前記電子部品における各ランクの電子部品ラ
ンク比率を求めるとともに、電子部品ランク比率と実装基板情報に基づいて、基板におけ
る各ランクの実装比率を決定する実装基板内比率決定工程は、ステップS１１，１３に対
応する。また、実装比率を決定する実装基板内比率決定工程と実装比率と実装基板情報か
ら、各ランクの電子部品１００が実装されるエリアを決定する工程を合わせて決定工程と
する。
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【要約の続き】
板内比率決定部と、実装比率と電子部品情報に基づいて電子部品１００を、実装基板３００における所定の位置へ、
複数のランクが混在した状態で実装するように移載ヘッド３０を制御する制御部４０とを備える。
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